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News Release 

展示会出展のお知らせ 
 
 

この度、当社はマリンメッセ福岡にて9月30日(水)〜10月1日(木)の２日間にわたり開催され
る「第3回[九州]半導体産業展」へ出展いたします。 
 弊社ブースでは、プリント基板(PCB)やその材料となる銅張積層板(CCL)の成形において、
高い評価をいただいている、積層用の熱成形プレス装置を紹介いたします。 

また、当社のプレス・ラミネータ装置を用いて試作評価が行えるKITAGAWA Trial Lab 
(キタガワ トライアルラボ)についても紹介予定です。 

熱成形プレス装置や積層工程にご興味をお持ちの方は、ぜひこの機会に弊社ブースへお立ち
寄りください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。 
 
 
◆第3回[九州]半導体産業展 
 

【会 期】2026年9月30日（水） 
〜 10月1日（木） 

     10︓00－17︓00 
【会  場】マリンメッセ福岡 A・B館 
【ブース】B館 B10-21 

 
ホームページ・来場登録︓https://k-semi.jp/ 

 
 

問い合わせ先 
・市場開発課  竹井  T E L︓0847-40-1200 

        E-mail︓info@kitagawaseiki.co.jp 


